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PLP： Galaxy Watch4搭載 Exynos W920
FO-PLP (Fan Out Panel Level Package)解析レポート
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Release 

Galaxy Watch4

概要

TSMCのFO-WLP(Fan Out-Wafer Level Package)と対等な技術として、FO-PLP (Fan Out Panel 

Level Package)があります。FO-PLPは、ウェハレベルで製造されるFO-WLPよりも大面積化すること

ができ、一括して3～4倍のパッケージを製造できますが、強度に関する工夫が必要となります。

Samsung Electronicsは世界で初めてFO-PLPの量産化を開始し、その技術を採用したウェアラブル

プロセッサ Exynos W920がGalaxy Watch4に搭載されました。Exynos W920は再配線（RDL）技術を

用いて製造されたPoP(Package on Package)ですが、反り対策など強度に関する課題が

克服されていると推測されます。

レポート内容

・PLP断面構造/材料分析（断面）

・RDL細線情報（平面）

・TSMC（FO-WLP）との比較

結果概要

・RDLの特定層のみにフィラーが充填

・層間樹脂にも微量元素が加えられた層が存在

・これらの要因が強度向上につながっていると考えられる

レポート価格

価格：  ¥400,000 (税抜) 発注後1weekで納品

PLPとWLP面積比較（イメージ）

FO-PLP断面

FO-WLP断面
（出所：Samsung Electronics）

（出所：SEMICONCUCTOR ENGINEERING）

https://www.samsung.com/jp/watches/galaxy-watch/galaxy-watch4-black-lte-sm-r865fzkakdi/
https://semiengineering.com/panel-fan-out-ramps-challenges-remain/
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①平面解析結果からの抜粋

RDL：L2-L3
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②断面解析結果からの抜粋
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